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摘要(译)

在源晶片上制造和测试可转印的微器件的方法包括提供源晶片，源晶片
包括通过锚固件在空间上分开的多个牺牲部分，源晶片包括一个或多个
测试接触垫，完全提供微器件多个牺牲部分中的每一个，每个微器件物
理地连接到具有一个或多个系绳的至少一个锚，提供从每个微器件到相
应的测试接触垫的一个或多个电测试连接，通过测试微器件测试连接以
确定功能微器件和有缺陷的微器件，并去除一个或多个测试连接的至少
一部分。
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